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Abstract (en)
[origin: US2022411935A1] A component (1) is disclosed which has a black oxide layer (10), wherein metallic additive elements (4) are incorporated
in the structure of the black oxide layer (10). Furthermore, a method for manufacturing such a component (1) is disclosed, said method comprising
the steps of: depositing metallic additive elements (4) on the component (1) and immersing the component (1) with the deposited metallic additive
elements (4) in a black oxide solution (6), wherein the metallic additive elements (4) are incorporated into the structure of the black oxide layer (10).

Abstract (de)
Offenbart wird ein Bauteil (1), welches eine Brünierschicht (10) aufweist, wobei metallische Zusatzelemente (4) in der Struktur der Brünierschicht
(10) eingebunden sind. Des Weiteren wird ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Bauteils (1) offenbart, wobei das Verfahren die Schritte
aufweist: Anlagern von metallischen Zusatzelementen (4) auf dem Bauteil (1) und Eintauchen des Bauteils (1) mit den angelagerten metallischen
Zusatzelementen (4) in eine Brünierlösung (6), wobei die metallischen Zusatzelemente (4) in der Struktur der Brünierschicht (10) eingebunden
werden.
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